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二、说明、目录、图表目录

    引线框架是一种用来作为集成电路芯片的金属结构载体。引线框架是借助于键合材料（金

丝、铝丝、铜丝）实现芯片内部电路引出端与外引线的电气连接，形成电气电路的关键结构

件，引线框架是电子信息产业中重要的IC封装材料。                                    2011-2017年中国引线框

架市场规模及全球份额分析                                        资料来源：中国产业研究报告网整理

    《2020-2026年中国半导体封装用引线框架市场研究与市场运营趋势报告》由中国产业研究

报告网公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部

、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、知识产权局、智

研数据中心提供的最新行业运行数据为基础，验证于与我们建立联系的全国科研机构、行业

协会组织的权威统计资料。

    报告揭示了半导体封装用引线框架行业市场潜在需求与市场机会，报告对中国半导体封装

用引线框架行业做了重点企业经营状况分析，并分析了中国半导体封装用引线框架行业发展

前景预测。为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报

信息及科学的决策依据。

 

报告目录：

第.一章 引线框架产品概述

1.1 引线框架概述

1.1.1 定义

1.1.2 引线框架在半导体封装中的应用

引线框架作为一种框架材料，在半导体封装中充当着电路连接、封装内部散热、芯片机械支

撑等重要作用。虽然目前有着多种的封装形式,但无论是金属封装,还是陶瓷封装、塑料封装等

都离不开引线框架。                                    引线框架在半导体封装中的应用及位置                                  

  资料来源：公开资料整理

 

1.1.3 引线框架产品形态

1.1.4 引线框架产品特性与各功能结构

1.2 引线框架的发展历程

1.2.1 引线框架随着半导体封装技术发展而得到发展

1.2.2 当今及未来引线框架技术发展路线图

1.2.3 引线框架主流铜带材料的转变



1.3 引线框架在半导体产业发展中的重要地位

1.3.1 引线框架是适合半导体键合内引线连接的关键结构材料

1.3.2 引线框架在半导体封装中所担负的重要功效

1.3.3 引线框架在半导体封装的性能提高、成本控制上发挥着重要作用

 

第二章 引线框架产品品种、分类及性能要求
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2.2.1 按照材料组成成分分类

2.2.2 按照生产工艺方式分类

2.2.3 按材料性能分类

2.2.4 按照使用的不同器件类别分类

2.3 引线框架材料的性能要求

2.3.1 对引线框架材料的性能要求

2.3.2 封装工艺对引线框架的性能要求

2.4 引线框架的国内外相关标准

2.4.1 国内相关标准

2.4.2 国外相关标准

 

第三章 引线框架的生产制造技术现况

3.1 引线框架成形加工两类工艺方式

3.2 冲制法生产引线框架

3.2.1 冲制法生产引线框架的工艺特点

3.2.2 冲制法的关键技术

3.3 蚀刻法生产引线框架

3.3.1 蚀刻法生产引线框架的工艺原理及过程

3.3.2 与冲制法相比的优点

3.4 引线框架表面电镀处理

3.4.1 引线框架表面电镀层的作用与特点

3.4.2 引线框架电镀的工艺流程及工艺条件

3.4.3 引线框架表面电镀加工生产线的类别

3.4.4 引线框架表面电镀加工工艺的发展



3.4.5 局部点镀技术

3.4.6 SN系无铅可焊性镀层

3.4.7 PPF引线框架技术

3.4.8 国内厂家开发高性能引线框架的电镀技术创新例

 

第四章 世界引线框架市场需求现状与分析

4.1 世界引线框架市场规模

受全球半导体产业发展态势的影响，近年来全球引线框架需求市场规模波动较为明显， 2017

年行业市场规模为33.7亿美元。                                    2004-2013年全球引线框架需求市场规模           

                            资料来源：智研数据中心整理

 

4.2 世界引线框架产品结构的变化

4.3 世界引线框架市场格局

4.4 世界引线框架市场发展及预测

4.4.1 世界半导体产业发展现况

自从1958年德州仪器发明出世界上第.一块集成电路以来，集成电路迅猛发展，历史上大致从

西从东形成转移。从上世纪50年代发展至今，集成电路大体经历了三大发展阶段，分别是：

在美国发明起源&mdash;&mdash;在日本加速发展&mdash;&mdash;在韩国台湾分化发展。

两次半导体产业转移各有不同历史时期背景下的原因：

第.一次产业转移：美国为了寻求更低的加工成本，技术逐渐从美国引渡到日本，日本结合当

时在家电行业的积累，在PCDRAM市场获得美国认可，趁着80年代PC产业兴起的东风，日本

在1986年超越美国成为全球最大的集成电路生产国家。

第二次产业转移：日本在上世纪90年代受经济危机影响，在DRAM技术升级和晶圆厂投建方

面难以给予资金支持，韩国在各大财团的支持下借机成为PCDRAM新的主要生产者，而台湾

则凭借Foundry模式的优势，在晶圆代工、芯片封测领域成为代工龙头。                                    全

球半导体产业发展阶段示意图                                     资料来源：公开资料整理

进入2000年后，计算机增速下滑，PC红利慢慢消退。在第三次产业转移过程中，尤其是2007

年苹果发布第.一代iPhone，手机取代计算机成为新的集成电路行业驱动因素。

前几年半导体产业成长的主要驱动力是手机为代表的智能终端。预计到2020年，手机和个人

电脑的复合增长率CAGR分别在5%和2%左右。随着智能手机的增速放缓至个位数，其对半导

体产业的带动效应有所减弱。未来汽车电子、人工智能、物联网等新兴市场将成为推动集成

电路产业发展的新的驱动力。



全球半导体产业的销售额已经从2013年的6479.21亿美元增长到2017年的8222.26亿美元，同比

增长1.9%。在这期间，全球半导体销售规模平均增速保持在6.4%左右。                                   

2013-2017年全球半导体销售规模                                     资料来源：中国产业研究报告网整理

4.4.2 世界封测产业及市场现况

4.4.3 世界引线框市场发展前景

 

第五章 世界引线框架生产现况

5.1 世界引线框架生产总况

5.2 世界引线框架主要生产企业的市场份额情况

5.3 世界引线框架主要生产企业的情况

5.3.1 住友金属矿山公司

5.3.2 日本三井高科技股份公司

5.3.3 台湾顺德工业股份公司

5.3.4 日本新光电气工业公司

5.3.5 日本日立高新技术有限公司

5.3.6 大日本印刷公司

5.3.7 DIC

5.3.8 韩国丰山集团

5.3.9 宁波康强电子股份有限公司

5.3.10 先进半导体物料科技有限公司

 

第六章 我国国内引线框架市场需求现状

6.1 我国国内引线框架市场需求总述

6.1.1 国内引线框架市场规模
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6.1.3 国内引线框架市场的品种结构

6.2 国内引线框架的集成电路封装市场情况及发展
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6.2.2 国内引线框架重要市场之&mdash;&mdash;集成电路封装产业现况及发展

6.3 国内引线框架的分立器件市场情况及发展

6.3.1 国内分立器件产销情况

6.3.2 国内分立器件的市场情况



6.3.3 国内分立器件封装行业现况

6.4 国内引线框架的LED封装市场情况及发展

6.4.1 引线框架的LED封装上的应用

6.4.2 国内LED封装用引线框架行业情况

6.4.3 国内LED封装产业发展现况与展望

 

第七章 我国国内引线框架行业及主要企业现况

7.1 国内引线框架产销情况

7.2国内引线框架生产企业总况

7.3 近几年在国内引线框架企业的投建或扩产情况

7.4 当前国内引线框架行业发展的特点与存在问题

7.5 国内引线框架主要生产企业情况

7.5.1 深圳先进微电子科技有限公司

7.5.2 泰州友润电子科技股份有限公司

7.5.5 宁波康强电子股份有限公司
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7.5.5 三井高科技（上海）有限公司

7.5.6 中山复盛机电有限公司

7.5.7 厦门永红科技有限公司

7.5.8 无锡华晶利达电子有限公司

7.5.9 广州丰江微电子有限公司

7.5.10 济南晶恒山田电子精密科技有限公司

7.5.11 顺德工业（江苏）有限公司

7.5.12 上海柏斯高微电子工程有限公司

7.5.13 宁波东盛集成电路元件有限公司

7.5.14 宁波华龙电子股份有限公司

7.5.15 成都兴胜半导体材料有限公司

7.5.16 无锡市长通敏感电器厂

7.5.17 江门市鼎翔电子科技有限公司

7.5.18 南京长江电子信息产业集团有限公司

7.5.19 武汉京丰达电子有限公司

7.5.20 四川金湾电子有限责任公司



7.5.21 天水华洋电子科技股份有限公司

7.5.22 泰兴市龙腾电子有限公司

7.5.23 成都尚明工业有限公司
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第十章 关于金属层状复合材料在引线框架领域应用前景的调查与分析



10.1 金属层状复合带材及其在国内的研发情况

10.2 金属层状复合材料的引线框架领域应用前景的调查与分析

10.2.1 金属层状复合材料在引线框架领域应用的可行性
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